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半導體設備篇
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美股四大客觀指標
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牛熊指標
Put Call Ratio

資料來源：Bloomberg、M平方、美銀美林，除牛熊指標資料截至4/8，其餘均截至4/16。

散戶投資人樂觀情緒(黑)：53.80%
散戶投資人悲觀情緒(紅)：24.60%

0.74
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半導體產業上中下游
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註：IC指的是積體電路或稱晶片。

IC設計

IC製造

IC
封裝測試

上
游

中
游

下
游

系統設計、邏輯設計
實體設計、IP設計
晶片(IC)銷售

光罩製造、晶圓製造
晶圓加工、DRAM製造
二極體製造等

晶圓切割、篩選、焊接
電器特性檢測
高溫晶片通電檢測等

三星、Intel、AMD
、nVIDIA、恩智浦
、英飛凌、高通、博
通、聯發科、德儀

代表性廠商

三星、Intel、台積電
、聯電、中芯、世界
先進、力積電、應用
材料、艾司摩爾、科

林研發、科磊

日月光、Amkor
江蘇長電、通富微電
、矽品、力成、京元

電、頎邦

註：IP為智慧財產權的英文簡寫
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半導體產業營運模式
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資料來源：寫點科普。

IDM
(整合元件製造商)

Fabless
(無廠房IC設計商)

Design Service
(晶片設計服務提供商)

Foundry
assembly & testing
(晶圓代工/封裝測試)

IC設計、IC製造、IC封
裝測試、IC銷售，全都
有做

業務特色 代表性廠商

Intel/三星
/德州儀器

不負責IC設計，只負責
IC製造、IC封裝測試等

晶圓代工：台積電/三星
封裝測試：日月光/江蘇

長電/Amkor

負責IC設計、IC銷售，
將製造部分全部外包

高通/博通/
AMD/聯發科/

nVIDIA

為IC設計公司提供相對
應工具，電路設計架構
，販賣矽智財(SIP)等

ARM/Cadence
/Synopsys
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IC指的是積體電路或稱晶片
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資料來源：寫點科普。

一般所謂的IC製造，其實
指的是製造IC所需的矽晶
片，因其形狀為圓形，故
稱為晶圓，所以又可以稱
為晶圓製造。最後再經過
封裝及測試後形成如左圖
般的最終品IC。

矽晶片，又稱作晶圓
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IC的分類
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• 依功能：邏輯IC、記憶體IC、微元件IC、類比IC
• 依應用範圍：資訊產品、通訊產品、消費性電子產品

您常聽到的IC，多半指的是處理器IC，又以以下兩種居多

CPU(中央處理器)、GPU(繪圖處理器)

終端產品應用

我是IC喔車用

電腦

記憶體

面板

通訊

伺服器

車用

記憶體
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IC設計簡介
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資料來源：寫點科普。

IC設計，簡單來說就是設計電路圖

電腦撰寫
程式碼

電子設計
自動化工具

程式碼
轉成電路圖

(EDA Tool)

用程式碼將電路圖描繪出來 透過EDA將程式碼轉成電路圖
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IC設計排名及各廠專注領域
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資料來源：TrendForce、數位時代；這邊僅以無廠IC設計來做排名；遠智證券彙整。

CPU/GPU

車用IC

通訊IC

伺服器IC

記憶體IC

• CPU/GPU：Intel、nVIDIA、AMD
• 記憶體IC(DRAM、NAND Flash)：三星、SK海力士、美光
• 車用IC：英飛凌、恩智浦、瑞薩、德儀、意法半導體
• 伺服器/資料中心IC：nVIDIA、Intel、AMD
• 通訊IC(手機)：高通、博通、德儀、聯發科、邁威爾
• 通訊IC(網路通訊)：高通、博通、德儀、聯發科、邁威爾、瑞昱
• 面板IC：聯詠、京東方
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IC製造簡介

9

資料來源：寫點科普、產業價值鏈資訊平台；遠智證券彙整。

IC製造，將設計好的電路圖給實體化(晶片)

晶圓製造 光罩製作 晶圓加工
長晶/拉晶
切片
邊緣研磨
研磨與蝕刻
退火
拋光

氧化、擴散、
CVD、蝕刻、
離子植入等方
法，把電路和
電路上的元件
，在晶圓上製
作出來

透過光罩技術
，將IC線路設
計圖上的圖形
移轉到晶圓上

切成薄片
進行拋光

整個過程就是晶圓代工業者在做的事
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IC製造簡介
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資料來源：寫點科普、TrendForce、數位時代、台積電。

將IC設計圖進行縮小，
刻在石英片上，成為光罩

晶圓成品

台積電晶圓代工終端產品應用

需透過
光刻機
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IC封裝測試
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資料來源：ansforce、經濟部、拓墣產業研究所。

• IC封裝：將晶片連接到印刷電路板上，讓訊號與電流進行傳遞
• IC測試：晶片進行不同程度檢測，確認晶片可靠度及良率

晶圓 切成四方形一片(裸晶) IC封裝

IC測試

IC測試
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車用晶片缺貨潮現象第三季將大幅改善
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疫情/天災 汽車需求暴增 產線移轉

車用晶片大幅缺貨

台積電法說會：
車用半導體元件短缺的現象將
於第3季大幅改善。
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各國及企業爭相投入半導體製造及擴產
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資料來源：綜合新聞整理。

美國砸500億美元
用於生產優惠鼓勵與研究發展，以及
成立「國家半導體科技中心」。

印度砸50-70億美元
吸引國外廠商來印度設置晶圓廠，每
家提供超過10億美元現金補貼。

日本佳能、東京電子等公司都加
入政府 3.85 億美元補助發展計畫
，與台積電合作，在日本打造 2 
奈米先進製程晶片產線

美國5奈米晶圓廠今年動工
，2024年量產，投入金額
120億美元

美國興建兩座晶圓廠
，斥資200億美元；歐
洲興建一座晶圓廠

三晶、格羅方德，
也計畫在美國擴產
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挖礦的還沒發財，賣鏟子的先發財
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1850年代美國加州淘金潮

• 賣鏟子、民生用品
• 第一家牛仔褲企業誕生
• 設立銀行，存放收益

各國及各企業爭相設廠擴大晶片產能

提供製造晶圓/晶片所

需設備的半導體
設備廠，自然先行

受惠

發大財
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IC製造過程中，設備不可少
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資料來源：寫點科普、產業價值鏈資訊平台；遠智證券彙整。

晶圓製造 光罩製作 晶圓加工
長晶
切片
邊緣研磨
研磨與蝕刻
退火
拋光

氧化、擴散、
CVD、蝕刻、
離子植入等方
法，把電路和
電路上的元件
，在晶圓上製
作出來

透過光罩技術
，將IC線路設
計圖上的圖形
移轉到晶圓上

全球前五大半導體設備商

應用材料
(Applied Materials)

艾司摩爾
(ASML)

科林研發
(Lam Research)

東京電子
(Tokyo Electron)

科磊半導體
(KLA-Tencor)
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設備市場規模日漸龐大，晶圓製造占比超過八成
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資料來源：SEMI、日本半導體協會、鉅亨網。

半導體
設備

• 晶圓製造設備
• 測試設備
• 封裝組裝設備
• 其他設備

晶圓製造設備占整體半導體設備銷
售規模超過8成，主要包括：光罩(
刻)機、蝕刻機、薄膜設備(氣相沉積
)、擴散 \ 離子注入設備、濕式設備
、過程檢測等六大設備。
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艾司摩爾，EUV光刻機一廠獨大
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資料來源：ASML、鉅亨網；註：2020年光刻機總計售出413台。

晶圓製造, 

81.5%

檢測, 

8.3%

封裝, 

6.0%

其他, 

4.2%

光罩(刻)機, 

30.0%

薄膜設備, 

25.0%

蝕刻機, 

20.0%

其他, 

25.0%

晶圓製造設備占比

光刻機銷售占比

艾司摩爾：62%
Canon

30%

Nikon

8%
製程最先進的EUV光刻機，
目前只有艾司摩爾做得出來

一台售價約莫30億新台幣…
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五大半導體設備廠專注領域
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資料來源：SEMI、鉅亨網。

薄膜設備
(氣相沈積)

蝕刻設備

化學氣相沈積 (CVD)：日立、科林研發、東京電子、AMAT 

物理氣相沈積 (PVD)：AMAT、Evatec、Ulvac

合計
70%

合計90%

科林研發、AMAT、東京電子 合計約94%

氣相沉積
蝕刻設備
離子注入設備
化學機械研磨

光罩(刻)機 氣相沉積
蝕刻設備
清洗設備
勻膠顯影設備

蝕刻設備
氣相沉積
去除光阻
清洗設備

檢測設備
量測設備

應用材料
(Applied Materials)

艾司摩爾
(ASML)

科林研發
(Lam Research)

東京電子
(Tokyo Electron)

科磊半導體
(KLA-Tencor)
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五大半導體設備商比較
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資料來源：Yahoo Finance，資料截至20210416；*營收均採最新一季數字；遠智證券彙整。

應用材料
(Applied Materials)

艾司摩爾
(ASML)

科林研發
(Lam Research)

東京電子
(Tokyo Electron)

科磊半導體
(KLA-Tencor)

市值

績效1M

設備

營收*

代號

績效YTD

氣相沉積
蝕刻設備
離子注入設備
化學機械研磨

光罩(刻)機 氣相沉積
蝕刻設備
清洗設備
勻膠顯影設備

蝕刻設備
氣相沉積
去除光阻
清洗設備

檢測設備
量測設備

AMAT ASML 8035 JP LRCX KLAC

1,227億 2,674億 703億 920億 513億

51.62億 42.54億 26.82億 34.56億 16.51億

54.96% 32.39% 27.92% 36.30% 28.62%

12.85% 17.53% 16.40% 17.64% 10.28%
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北美半導體設備出貨金額連兩月創新高
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資料來源：M平方、SEMI、工商時報。

連續兩月突破30億美元
且寫下歷史新高
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補充資料：運算、無線通訊依然是大宗
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資料來源：Bloomberg、IDC、Gartner。

運算、無線通訊為大宗
運算：電腦、伺服器、資料中心
無線通訊：手機、5G、自駕車

半導體產業營收(按終端市場) 晶圓代工營收(按客戶型態)

主要營收來自無廠的IC設計業者
，另外也包括IDM部分委外代工
，以及系統、OEM業者
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補充資料：台積電先進製程產能仍遙遙領先三星
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資料來源：Bloomberg、SEMI。

台積電

台積電

台積電
台積電

台積電
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免責聲明
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 遠智證券股份有限公司係經中華民國金融監督管理委員會核准之證券公司。本文件之內容僅係供參
考之用，並不構成任何有價證券買賣或參與任何交易策略之要約或要約之引誘，更非屬公開說明
書。本公司就本文件之內容之正確性、準確性或完整性未為任何明示或默示之保證或聲明。本文件
之內容可能不經通知而為變更或更新。本公司、本公司之董事、經理人或受僱人就本文件內明示之
資訊或建議不負任何直接或間接責任。本文件之收受者如使用本文件或依其內容作成投資決定，應
就因此所生之直接或間接損失應自負其責。

 投資是有風險的。特提請注意，投資組合之價值會有上漲或下跌之起伏，且過去之表現並非未來表
現之指標，亦不保證其未來之表現。

 非經本公司事前書面同意，本文件所載之所有資訊均不得影印、複製、散佈或揭露予其他人。依此
免責聲明所生或相關之請求，以中華民國法律為準據法。

 本文件提及之任何商品或有價證券均有其約定條款，於交易前，應由投資人自行諮詢專業建議。依
據應適用之法令規定，投資人應被告知有關投資本文件提及各商品或有價證券之特定事項。於法律
禁止之國家內，本文件無意且不得作為銷售或申購特定投資之徵求。


